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1 エッチング方法及びその装置 株式会社東芝 37 液晶用ガラス基板の熱処理装置
日立化成テクノプラント株式
会社

2 半導体装置の製造方法 日本電気株式会社 38 液晶用ガラス基板の熱処理装置
日立化成テクノプラント株式
会社

3 枚葉式ドライエッチング装置 日電アネルバ株式会社 39 リードフレームのエッチング加工装置 大日本印刷株式会社

4 枚葉式プラズマエッチング装置 九州日本電気株式会社 40
プラズマエッチング設備におけるエンド
ポイントの検出装置

三星電子株式会社

5 超音波処理槽と枚葉式基板処理装置 富士通株式会社 41 液晶用ガラス基板の熱処理装置
日立化成テクノプラント株式
会社

6
枚葉式エッチャーによるシリコン窒化膜
のエッチング方法

日本電気株式会社 42
ドライエッチング装置およびドライエッ
チング方法

松下電子工業株式会社

7 枚葉式プラズマエッチング装置 九州日本電気株式会社 43 多層Ａｌ配線のエッチング方法 株式会社日立製作所

8
枚葉式ドライエッチング装置およびそ
の装置を用いた枚葉式ドライエッチン
グ方法

三菱電機株式会社 44 配線材のエッチング方法 株式会社日立製作所

9 枚葉式エッチング装置 松下電器産業株式会社 45 液晶表示素子の製造装置 株式会社東芝

10 ドライエッチング装置 セイコーエプソン株式会社 46 枚葉回転処理方法及びその装置 東京エレクトロン株式会社

11 半導体製造装置 三菱電機株式会社 47 真空処理装置 株式会社芝浦製作所

12 ドライエッチング装置 山口日本電気株式会社 48 枚葉式ウエットエッチング装置 株式会社東芝

13 液晶パネルの製造方法 松下電器産業株式会社 49 半導体のドライエッチング方法 株式会社デンソー

14 エッチング装置 新日本製鐵株式会社 50
ウェーハの枚葉アルカリエッチング装
置

株式会社スーパーシリコン
研究所

15 枚葉型エピタキシャル成長装置 株式会社東芝 51 ウェーハ面取り部の枚葉処理装置
株式会社スーパーシリコン
研究所

16 半導体ウェーハ洗浄装置 株式会社日立製作所 52 表示素子形成用角型基板の製法
株式会社アドバンスト・ディ
スプレイ

17 誘電体分離基板の製造装置
三菱マテリアルシリコン株式
会社

53
スパッタ膜、液晶素子及びこれらの製
造方法

キヤノン株式会社

18
枚葉式ドライエッチング装置及びそれ
を用いた半導体装置の製造方法

山口日本電気株式会社 54
スパッタ膜、液晶素子及びこれらの製
造方法

キヤノン株式会社

19
半導体装置製造工場のウエハ搬送シ
ステム

住友金属工業株式会社 55
スパッタ膜、液晶素子及びこれらの製
造方法

キヤノン株式会社

20 ドライエッチング方法 ソニー株式会社 56 エッチング方法および装置 株式会社テラテック

21 透明基板の洗浄方法 松下電器産業株式会社 57 プラズマ処理方法 ソニー株式会社

22 半導体装置の製造方法 日本電気株式会社 58 液晶表示装置の製造方法 日本電気株式会社

23
基板の搬送システム及び基板の搬送
方法

東京エレクトロン株式会社 59
枚葉式ウエハ用化学気相堆積／エッ
チングプロセスチャンバのための石英
ピンリフト

アプライド　マテリアルズ　イ
ンコーポレイテッド

24
液晶ガラス基板の枚葉管理用ナンバリ
ング方法

株式会社東芝 60 基板洗浄装置 鹿児島日本電気株式会社

25 液晶表示素子の製造方法 オプトレックス株式会社 61 ウエットエッチング装置 株式会社ケミトロニクス

26 薄膜形成方法 株式会社東芝 62 液晶用ガラス基板の熱処理装置 日立化成工業株式会社

27 薄膜トランジスタの製造方法 株式会社東芝 63 液晶表示素子の製造方法 広島オプト株式会社

28
半導体装置の製造方法およびプラズ
マエッチング装置

富士通株式会社 64 ガラス基板熱処理装置 キヤノン株式会社

29 水平搬送型ウェット処理方法 凸版印刷株式会社 65 枚葉式表面加工装置 株式会社デンソー

30
ドライエッチングの終点検出方法およ
び装置

ソニー株式会社 66 半導体シリコンウエーハの製造方法 信越半導体株式会社

31
半導体装置の製造方法およびその製
造装置

株式会社東芝 67
枚葉式ウエーハエッチング装置及びウ
エーハエッチング方法

信越半導体株式会社

32 エアナイフ乾燥方法 日本電気株式会社 68 ウエハ処理方法及びウエハ処理装置 ソニー株式会社

33 枚葉式スピンエッチング方法
日曹エンジニアリング株式
会社

69
ドライエッチング装置及びこれを用いた
液晶表示装置の製造方法

株式会社アドバンスト・ディ
スプレイ

34 処理装置 東京エレクトロン株式会社 70
枚葉式エピタキシャル成長装置及びそ
のクリーニング方法

三菱マテリアルシリコン株式
会社

35
ドライエッチング装置およびドライエッ
チング方法

シャープ株式会社 71 枚葉式真空処理方法及び装置 株式会社日立製作所

36
四隅が支持されて持ち上げられた基板
のたわみ軽減方法および枚葉式基板
処理装置

シャープ株式会社 72 液晶表示装置の製造方法 三菱電機株式会社

以下２８点省略
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